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CONSELHO PLENO

1. RELATÓRIO

1.1 HISTÓRICO

Pelo Ofício 646/2004 – GDS, constante às fls. 36, o Diretor Superintendente do CEETEPS, solicita aumento do número de vagas semestrais de quarenta para sessenta no Curso Superior de Tecnologia em Materiais, Processos e Componentes Eletrônicos da Faculdade de Tecnologia de São Paulo.

Após orientações da Assistência Técnica deste Conselho, encaminhou também, pelo documento constante de fls. 43, solicitação para alteração curricular do mesmo curso, apresentando as justificativas e informações necessárias para tanto.

1.2. APRECIAÇÃO

As solicitações apresentadas visam, prioritariamente, a melhoria do curso, não só no que se refere à ampliação da oferta como, também, à adequação da proposta curricular às necessidades do mercado de trabalho.

As alterações curriculares são plenamente justificáveis e, de modo geral, levam a um acréscimo de 300 horas na carga horária total do curso, que de 2880 passam a ser 3180 horas. Essas alterações são as especificadas no quadro a seguir:

ESTRUTURA CURRICULAR – FATEC SÃO PAULO – CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MATERIAIS, PROCESSOS E COMPONENTES ELETRÔNICOS

	1º SEMESTRE

	Estrutura Atual
	Estrutura Proposta

	Disciplinas
	Carga

Horária

Semanal
	Carga

Horária

Semestral
	Disciplinas
	Carga

Horária 

Semanal
	Carga 

Horária

Semestral
	Observações

	Cálculo Diferencial e Integral I..................
	.............8
	...........144
	Cálculo Diferencial e Integral I.................
	...............8
	...........144
	

	Computação I.............................................
	.............6
	...........108
	Computação I............................................
	...............6
	...........108
	Sem Alteração

	Comunicação e Expressão........................
	.............4
	.............72
	Comunicação e Expressão......................
	...............4
	.............72
	

	Física I........................................................
	.............6
	...........108
	Física I......................................................
	...............6
	...........108
	

	Química I....................................................
	.............4
	.............72
	Química I..................................................
	...............4
	.............72
	

	Subtotal
	28
	504
	Subtotal
	28
	504
	


	2º SEMESTRE

	Estrutura Atual
	Estrutura Proposta

	Disciplinas
	Carga

Horária

Semanal
	Carga

Horária

Semestral
	Disciplinas
	Carga

Horária 

Semanal
	Carga 

Horária

Semestral
	Observações

	Cálculo Diferencial e Integral II...................
	.............6
	...........108
	Cálculo Diferencial e Integral II..................
	...............6
	............108
	

	Cálculo Numérico........................................
	.............2
	.............36
	Cálculo Numérico.......................................
	...............2
	..............36
	A disciplina Cálculo Numé rico sofreu alteração de Ementa.

Proposta de criação da

	Computação II..............................................
	.............4
	.............72
	Computação II.............................................
	...............4
	..............72
	

	Desenho Técnico.........................................
	.............2
	.............36
	Desenho Técnico........................................
	...............2
	..............36
	

	Estatística I..................................................
	.............2
	.............36
	Estatística I.................................................
	...............2
	..............36
	

	Física II.........................................................
	.............6
	...........108
	Física II........................................................
	...............6
	............108
	Disciplina obrigatória

Fenômeno de Transporte e 

Ondulatória

	Química II.....................................................
	.............4
	.............72
	Química II....................................................
	...............4
	..............72
	

	
	
	
	Fenômeno de Transporte e Ondulatória....
	...............2
	..............36
	

	Subtotal
	26
	468
	Subtotal
	28
	504
	


ESTRUTURA CURRICULAR – FATEC SÃO PAULO – CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MATERIAIS, PROCESSOS E COMPONENTES ELETRÔNICOS

	3º SEMESTRE

	Estrutura Atual
	Estrutura Proposta

	Disciplinas
	Carga

Horária

Semanal
	Carga

Horária

Semestral
	Disciplinas
	Carga

Horária 

Semanal
	Carga 

Horária

Semestral
	Observações

	Circuitos Elétricos.......................................
	.............6
	...........108
	Circuitos Elétricos......................................
	...............6
	............108
	

	Estatística II.................................................
	.............2
	.............36
	Estatística II................................................
	...............2
	..............36
	A disciplina Etapas de

	Etapas de Processo I...................................
	.............2
	.............36
	Etapas de Processo I..................................
	...............2
	..............36
	

	Física do Estado Sólido...............................
	.............4
	.............72
	Física do Estado Sólido.............................
	...............4
	..............72
	

	Física III........................................................
	.............4
	.............72
	Física III.......................................................
	...............4
	..............72
	

	Humanidades...............................................
	.............4
	.............72
	Humanidades..............................................
	...............4
	..............72
	Processo I sofreu alteração

Fenômeno de Transporte e 

Ondulatória

	Tecnologia do Váculo..................................
	.............4
	.............72
	Tecnologia do Váculo.................................
	...............4
	..............72
	

	Termodinâmica............................................
	.............2
	.............36
	Termodinâmica...........................................
	...............2
	..............36
	

	Subtotal
	28
	504
	Subtotal
	28
	504
	

	4º SEMESTRE

	Estrutura Atual
	Estrutura Proposta

	Disciplinas
	Carga

Horária

Semanal
	Carga

Horária

Semestral
	Disciplinas
	Carga

Horária 

Semanal
	Carga 

Horária

Semestral
	Observações

	Caracterização Elétrica de Dispositivos..
	.............4
	.............72
	Caracterização Elétrica de Dispositivos.
	...............4
	.............72
	

	Dispositivos Semicondutores I................
	.............4
	.............72
	Dispositivos Semicondutores I...............
	...............4
	.............72
	A disciplina Controle de

Qualidade Confiabilidade e

Análise de Falhas do 5º 

Semestre foi transferida para o 4º semestre

	Etapas de Processo II...............................
	.............4
	.............72
	Etapas de Processo II..............................
	...............4
	.............72
	

	Metais e Ligas...........................................
	.............4
	.............72
	Metais e Ligas..........................................
	...............4
	.............72
	

	Técnicas e Caracterização de Materiais I.
	.............4
	.............72
	Técnicas e Caracterização de Materiais I
	...............4
	.............72
	

	Transformação de Fase......................
	.............2
	.............36
	Transformação de Fase...........................
	...............2
	..............36
	

	
	
	
	Controle de Qualidade, Confiabilidade

e Análise de Falhas...............................
	...............4
	.............72
	

	Subtotal
	22
	396
	Subtotal
	26
	468
	


ESTRUTURA CURRICULAR – FATEC SÃO PAULO – CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MATERIAIS, PROCESSOS E COMPONENTES ELETRÔNICOS

	5º SEMESTRE

	Estrutura Atual
	Estrutura Proposta

	Disciplinas
	Carga

Horária

Semanal
	Carga

Horária

Semestral
	Disciplinas
	Carga

Horária 

Semanal
	Carga 

Horária

Semestral
	Observações

	Controle de Qualidade, Confiabilidade e

Análise de Falhas......................................
	............4
	..............72
	Estruturas de Caracterização de Processos e Componentes
	...............4
	..............72
	* A disciplina Dispositivos

Semicondutores II foi extinta.

	Dispositivos Semicondutores II*..............
	............2
	..............36
	Etapas de Processos III...........................
	...............6
	............108
	(DSII). A disciplina Estruturas de Caracterização de Processos e Componentes do 6º semestre foi transferida para o 5º semestre, houve fusão com DSII e alteração de ementa. Proposta de criação da disciplina obrigatória Trabalho de Conclusão de Curso I  

	Etapas de Processo III..............................
	............6
	............108
	Processos de Fabricação de

Componentes Semicondutores I............
	...............4
	..............72
	

	Processos de Fabricação de Componentes Semicondutores I..............
	............4
	.............72
	Simulação de Processos e Dispositivos.
	................4
	..............72
	

	Simulação de Processos e Dispositivos..
	............4
	.............72
	Técnicas e Caracterização de Materiais II..............................................................
	...............4
	..............72
	

	Técnicas de Caracterização de Materiais II
	............4
	.............72
	Trabalho de Conclusão de Curso I.......... 
	...............2
	..............36
	

	Subtotal
	24
	432
	Subtotal
	24
	432
	


ESTRUTURA CURRICULAR – FATEC SÃO PAULO – CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MATERIAIS, PROCESSOS E COMPONENTES ELETRÔNICOS

	6º SEMESTRE

	Estrutura Atual
	Estrutura Proposta

	Disciplinas
	Carga

Horária

Semanal
	Carga

Horária

Semestral
	Disciplinas
	Carga

Horária 

Semanal
	Carga 

Horária

Semestral
	Observações

	Estruturas de Caracterização de Processos e Componentes.........................
	.............4
	.............72
	Trabalho de Conclusão de Curso II......
	...............2
	.............36
	As disciplinas Processos de Fabricação de Componentes 

	Processos de Fabricação de Componentes Semicondutores II...............
	.............8
	...........144
	
	
	
	Semicondutores II, Técnicas de Caracterização de Materiais III e Técnicas de Extração de  Parâmetros e Processos foram transformadas em Optativas, esta última sofreu alteração de ementa Proposta de criação da disciplina obrigatória Trabalho de Conclusão de Curso II

	Técnicas de Caracterização de Materiais III
	.............4
	.............72
	
	
	
	

	Técnicas de Extração de Parâmetros e Processos...................................................
	.............4
	.............72
	
	
	
	

	Subtotal
	20
	360
	Subtotal
	2
	36
	

	OPTATIVAS
	-
	216
	OPTATIVAS
	-
	432
	

	TOTAL GERAL
	148
	2880
	TOTAL
	136
	2880
	

	
	
	
	EXTRA CLASSE TCC
	-
	300
	

	
	
	
	TOTAL GERAL 
	-
	3180
	


DISCIPLINAS OPTATIVAS

	Estrutura Atual
	Estrutura Proposta

	Disciplinas
	Carga

Horária

Semanal
	Carga

Horária

Semestral
	Disciplinas
	Carga

Horária 

Semanal
	Carga 

Horária

Semestral
	Observações

	Análise de Circuitos Analógicos................
	.............2
	............36
	Análise de Circuitos Analógicos............
	...............4
	.............72
	* Aumento de carga Horária da

	Análise de Circuitos Digitais......................
	.............2
	............36
	Análise de Circuitos Digitais....................
	...............2
	.............36
	Disciplina Análise de Circuitos Analógicos. A disciplina Materiais Cerâmicos e Polímeros foi extinta, por ter sido dividida. Aumento de carga horária da disciplina Técnicas de Fabricação de Circuitos Impressos. As disciplinas obrigatórias: Processos de Fabricação de Componentes Semicondu- tores II, Técnicas de Caracterização de Materiais III e Técnicas de Extração de Parâmetros e Processos, foram transformadas em Optativas e a última sofreu alteração de ementa. São novas disciplinas Optativas: Materiais Cerâmicos, Materiais Poliméricos, Aplicações  Tecnológicas de Plasma, Microsensores Químicos, Projetos de Circuitos Integra- dos, Tópicos de Materiais Avançados e Inglês

	Dispositivos Passivos e Processos de Fabricação...................................................
	.............2
	............36
	Dispositivos Passivos e Processos de Fabricação.................................................
	...............2
	.............36
	

	Dinâmica dos Negócios da Indústria Manufatureira..............................................
	.............2
	............36
	Dinâmica dos Negócios da Indústria Manufatureira.............................................
	...............2
	.............36
	

	Ensaios de Materiais..................................
	.............2
	............36
	Ensaio de Materiais....................................
	...............2
	.............36
	

	Gestão de Manufatura................................
	.............2
	............36
	Gestão de Manufatura................................
	...............2
	.............36
	

	Materiais Cerâmicas e Polímeros *............
	.............2
	............36
	Organização e Métodos da Produção........
	...............2
	.............36
	

	Organização e Métodos da Produção........
	.............2
	............36
	Projeto e Controle Estatístico....................
	...............2
	.............36
	

	Projeto e Controle Estatístico....................
	.............2
	............36
	Planejamento e Controle de Produção......
	...............2
	.............36
	

	Planejamento e Controle de Produção......
	.............2
	............36
	Tecnologias de Encapsulamento...............
	...............2
	.............36
	

	Tecnologias de Encapsulamento...............
	.............2
	............36
	Tecnologia de Vidro...................................
	...............2
	.............36
	

	Técnicas de Fabricação de Circuitos Impressos....................................................
	.............2
	............36
	Técnicas de Fabricação de Circuitos Impressos..................................................
	...............4
	.............72
	

	Tópicos de Instalações para Microeletrônica e segurança Industrial......
	.............2
	............36
	Tópicos de Instalações para Microeletrônica e Segurança Industrial
	...............2
	.............36
	


	Carga horária a ser cumprida em Disciplinas Optativas – 216 horas-aula
	
	
	Processos de Fabricação de Componentes Semicondutores II..............
	...............6
	...........108
	

	
	
	
	Técnicas de Caracterização de Materiais III.........
	...............4
	.............72
	

	
	
	
	Materiais Cerâmicos..................................
	...............2
	.............36
	

	
	
	
	Materiais Poliméricos................................
	...............2
	.............36
	

	
	
	
	Aplicações Tecnológicas de Plasma.........
	...............2
	.............36
	

	
	
	
	Microsensores Químicos...........................
	...............2
	.............36
	

	
	
	
	Projetos de Circuitos Integrados...............
	...............2
	.............36
	

	
	
	
	Tópicos de Materiais Avançados..............
	...............2
	.............36
	

	
	
	
	Inglês..........................................................
	...............2
	.............36
	

	
	
	
	Carga Horária a ser cumprida em Disciplinas Optativas-432 horas-aula
	


ESTRUTURA CURRICULAR

LEGENDA:

(      Disciplinas que permaneceram no semestre

(      Disciplinas Obrigatórias criadas

(      Disciplinas que foram transferidas de semestres

(       Disciplinas obrigatórias transformadas em Optativas

(       Disciplinas Optativas novas

(     Disciplinas Optativas que sofreram aumento de carga horária

(      Disciplinas que sofreram alteração de ementas
· Disciplinas extintas

Pode-se verificar que a ampliação de vinte vagas para ingresso e as modificações curriculares pretendidas significam uma maior qualidade do curso, ao alcance de um número maior de candidatos. Por estas razões, o parecer é favorável a solicitação feita.

2. CONCLUSÃO
2.1 Aprovam-se as alterações curriculares do Curso Superior de Tecnologia em Materiais, Processos e Componentes Eletrônicos da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, do CEETEPS, conforme consta dos autos.

2.2 Aprova-se a alteração do número de vagas iniciais do mesmo Curso, de quarenta para sessenta em cada semestre.

2.3 A Instituição interessada deverá encaminhar a este Conselho 03 (três) vias das alterações regimentais, ora aprovadas, para a devida rubrica.

São Paulo, 26 de janeiro de 2005.

a) Consª Sonia Aparecida Romeu Alcici 
                          Relatora 

3. DECISÃO DA CÂMARA
A CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR adota, como seu Parecer, o Voto da Relatora. 

Presentes os Conselheiros: Amarilis Simões Serra Sério, Ana Luísa Restani, Angelo Luiz Cortelazzo, Eduardo Martines Júnior, Fábio Romeu de Carvalho, Farid Carvalho Mauad, Francisco de Moraes, João Cardoso Palma Filho, José Rubens Lima Jardilino, Leila Rentroia Iannone, Sonia Aparecida Romeu Alcici e Sonia Teresinha de Sousa Penin. 

Sala da Câmara de Educação Superior, em 02 de fevereiro de 2005.

a) Cons. Angelo Luiz Cortelazzo
              Presidente da CES

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Câmara de Educação Superior, nos termos do Voto da Relatora.

Sala “Carlos Pasquale”, em 23 de fevereiro de 2005.

LUIZ EDUARDO CERQUEIRA MAGALHÃES

                          Presidente 
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